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第一季度全球硅片

出货量同比增长10%

本报记者 张心怡

日本电装与联电

合作生产功率半导体

韩国双雄包揽市场份额前两位

NAND 产品趋于标准化同质
化，竞争规模和成本会成为原厂之
间主要的竞争点。层数和规模成竞争焦点

铠侠与西部数据的合作，有利
于双方提升产品的高端化水平，更
好地提升核心竞争力。

三星一直是存储行业商业化做
得最好的，而 SK 海力士的巨资收
购，将规模做起来了。

NAND闪存：韩国双雄PK美日同盟

数据存储是数字社会发展的基

石。华为在近期发布的《数据存力，

高质量发展的数字基石》白皮书中

指出，数据能否“存得下、存得好”关

乎数字基础设施能否“行得稳”，关

乎数字经济发展能否“跑得快、跑得

远”，关乎数据要素能否“接地气”切

实带来生产生活进步、促进经济社

会高质量发展。在各种存储介质

中，闪存因性能优势、稳定安全、经

济节能，在业界中受到了较多的关

注。而 NAND 作为闪存产品的主

流，也将迎来更广阔的市场空间和

更高的技术挑战。

“大数据、云计算、元宇宙等新

兴领域的快速发展，对NAND产品

的容量、性能、功耗提出了更高的

要求。为满足日益增长的需求，

NAND产品的堆叠层数将会进一步

拓展，TLC （三层单元） NAND/

QLC （四层单元） NAND 产品也

将迎来更大的发展空间。”杨俊刚

表示。

堆叠层数是 NAND 产品最直

观的性能指标，率先量产 200 层以

上的 3D NAND 产品也成为头部

厂商的新目标。相比微处理器，

NAND更早趋近了制程极限，也探

索出了延续摩尔定律的新方式。

2014年，东芝和闪迪推出了第一批

15纳米制程技术的NAND芯片，是

当时最小的闪存芯片之一，也预示

着 2D NAND 逼近了制程极限。

也是从那时起，在三星、美光等厂商

的推动下，3D NAND 成为 NAND

产业继续提升容量、降低成本的新

主流。

“NAND 从 2D 转向 3D 后，堆

栈层数不断增加，SK海力士认为层

数到600层以上是没问题的。尽管

技术难度随着层数增加也在不断增

加，但 NAND 技术路线目前在成

本、存储容量等各方面还是达到了

一个均衡，其他新技术想要超越还

为时尚早。”朱晶说。

由于存储市场具有周期性强、

规模效应显著的特点，加上NAND

的价格竞争已经较为充分，更高的

市场份额显得尤为重要。海力士

的收购、铠侠与西数的结盟，都是

通过整合资源提升市场份额的方

式。“规模”将成为今后一段时间，

NAND市场竞争的关键词。

“整合是难以避免的，这是正常

的市场规律，其实东芝和西数的合

作也是一种变相整合。在技术没有

代际差异的情况下，NAND产品趋

于标准化同质化，竞争规模和成本

会成为原厂之间主要的竞争点。”王

立夫说。

本报讯 记者许子皓报道：近

日，Omdia报告显示，2021年日本

企业在功率半导体公司销售额排名

前十位中占据五席，分别是三菱电

机 （第四）、富士电机 （第五）、东

芝 （第 六）、 瑞 萨 （第 九）、

ROHM（第十）。

Omdia表示，在前十名中，排

名第一的德国英飞凌和第二名的美

国 Onsemi 的地位十分稳固，第三

名往后的排名变化迅速。

英飞凌在 2021 年的销售额比

2019 年增长了三成。而 Onsemi 此

前以 4.3 亿美元的价格从 Global-

Foundries 收购了前 IBM 东菲什基

尔工厂的300毫米晶圆厂。

三菱电机 2021 年的销售额比

2019年增长44%。同时，三菱电机

在意大利米兰附近建成了一座专用

于功率和模拟半导体的300毫米晶

圆工厂，预计将于 2022 年下半年

投产。

富士电机目前没有300毫米的

增产计划，专注于 200 毫米的增

产，2021 年的销售额比 2019 年增

长了51%。富士电机表示，在电动

汽车和可再生能源需求增加的背景

下，决定将功率半导体的资本支出

（包括对 SiC 功率半导体的投资）

增加到1900亿日元。

东芝也决定在其子公司加贺东

芝电子的子公司内建造一座300毫

米晶圆兼容的制造大楼，用于生产

功率半导体。

此外，在 2019—2021 这三年

间，这五家日本企业销售额合计始

终占前十名销售总额的 32%～33%

左右。

Omdia半导体咨询总监杉山和

弘在谈到功率半导体行业的发展趋

势时表示：“全球对电动汽车、风

能、太阳能发电、铁路和数据中心

电源的需求不断增长，功率半导体

制造商都在进行资本投资，以提高

产能。日本方面也宣布投资300毫

米晶圆厂，以增加未来的产能。”

2021年全球功率半导体

十强企业出炉

本报讯 记者许子皓报道：近

日，日本电装与联电的日本子公司

USJC共同发布公告称，两家公司已

同意在USJC的12英寸晶圆厂合作

生产车用功率半导体，以满足车用

市场日益增长的需求。

日本电装是世界汽车系统零部

件的顶级供应商。此前，刚与全球第

一大晶圆厂商台积电以及索尼在日

本熊本县共同成立了晶圆厂JASM。

此次又与另一大晶圆厂商联电在日

合作，可见其在半导体晶圆制造领

域的布局野心。

4月27日，联电公布了2022年第

一季度的财报，财报显示，联电的第

一季度营收达到新台币 634.2 亿元

（约合142亿元），较前季的591.0亿元

（约合132亿元）增长了7.3%。联电表

示，因为全球都在为减少碳排放而努

力，使得电动车的开发和市场需求快

速成长，汽车电子化所需的半导体数

量也在迅速增加。

联电总经理王石表示：“联电南

科 Fab 12A 的 P5 厂区扩建产能将

在本季进入量产，有助于补足28纳

米的需求缺口。同时，联电积极扩增

海外生产基地的产能，以支持客户

的长期成长。日前公布在新加坡

Fab 12i扩建的新厂计划，目前已与

客户签订自 2024 年起的数年供货

合约，预期将可满足日益增加的

22/28纳米需求。

并且，联电将与日本电装合作

在USJC的12英寸晶圆厂生产车用

功率半导体，以满足车用市场日益

增长的需求，目标是扩大联电在车

用电子领域的市占率。

据悉，此次合作中，日本电装将提

供其系统导向的IGBT组件与制程技

术，而USJC则提供12英寸晶圆厂制

造能力，预计在2023年上半年实现

IGBT制程在12英寸晶圆的量产。这

项合作已获得日本经济产业省的必要

性半导体减碳及改造计划的支持。

DENSO 总裁暨执行长有马浩

二表示：“随着自动驾驶和汽车电气

化的不断发展，半导体在汽车业中

变得越来越重要。因此，日本电装将

成为日本第一批开始以 12 英寸晶

圆量产IGBT的公司之一。”

4月25日，铠侠发文庆祝NAND闪存发明35周年。自铠侠的前身东芝存储在1987年发明NAND闪存以来，NAND市场已
发展到700亿美元的规模，容量从最初的4Mb增加到1.33Tb，实现了33万倍的增长。走过了35年的发展历程后，堆叠层数和市
场规模，正在成为NAND产业的竞争焦点。独占头把交椅的三星与通过收购冲击第二把交椅的海力士，共同构成韩厂在NAND
市场的半壁江山。曾长期保持市场份额第二、第三的铠侠与西部数据，则通过22年来持续加深合资战略关系，保证市场的规模
效应。NAND的市场份额之争，将愈演愈烈。

近期，铠侠公司和西部数据公

司签署正式协议，将共同投资位于

日本四日市的 Fab7（Y7）制造工厂

的第一阶段工程，为该工厂建设第

六座闪存生产设施，预计今年秋季

启动生产。双方表示，将基于共同研

发 3D NAND 及联合投资等方式，

继续发挥协同效应，增强各自竞争

力，扩大在存储领域的领先地位。

此次的合作投资，被双方视为

合资伙伴关系的又一个里程碑。这

段持续了20年之久的合作，其源头

可追溯到铠侠前身——日本东芝存

储业务和西部数据子公司闪迪的合

作。2000 年，闪迪和东芝成立合资

公司，推动双方在市场定义、最新产

品技术以及生产制造方面的全方位

合作。合资公司结合了东芝的 0.16

微米和 0.13 微米闪存技术，以及闪

迪的多级单元闪存技术与控制器系

统整合能力，并基于东芝的四日市

制造厂进行生产，成品由双方各自

进行市场推广和销售。

“闪迪是 NAND 设计公司，本

身没有晶圆厂，为了更好地对抗存

储器的周期波动，闪迪与东芝进行

绑定，一方面产能有了保障，另一方

面可以在先进存储技术上合作研

发。而东芝是存储器 IDM 企业，和

闪迪合作能够分担投资风险，是‘抱

团取暖’的表现。”北京半导体行业

协会副秘书长、北京国际工程咨询

有限公司高级经济师朱晶向《中国

电子报》记者表示。

虽然闪迪在 2016 年被西部数

据收购，东芝存储也有了新名字“铠

侠”，但这段战略合作关系穿越了企

业的拆分整合，得以存留至今，并成

为双方抗衡韩厂的一重保障。据报

道，西部数据 CEO David Goeck-

eler 曾在采访中表示，铠侠是西部

数据重要的合作伙伴，两家企业加

起来是全球最大的NAND供应商，

市占率略高于三星。

“铠侠与西部数据的合作，有利

于双方提升产品的高端化水平，更

好地提升核心竞争力，以抗衡韩国

存储器巨头的垄断地位。”赛迪顾问

集成电路产业研究中心高级分析师

杨俊刚向《中国电子报》表示。

双方的合作，也顺应了 NAND

的产业特点。

“铠侠和西数能长期合作到现

在，主要还是NAND发展至今越发

仰仗规模效应，需要形成合力。”芯

谋研究分析师王立夫指出。

当地时间 4 月 26 日，Solidigm

推 出 了 面 向 数 据 中 心 和 用 户 的

PCIe 4.0 固态硬盘系列，其驱动器

针对现实世界的计算和存储服务器

工作负载进行优化，具有更小的体

积、更低的功耗、更高的计算性能，

并降低了总体成本。

虽然是一家新成立的公司，

Solidigm在2021年第四季度的市场

份额已经达到 5.4%，位列全球第

六，其前身正是英特尔的NAND业

务。2020 年 10 月，SK 海力士宣布

斥资 90 亿美元收购英特尔 NAND

业 务 ，包 括 NAND SSD 业 务 、

NAND组件和晶圆业务，以及大连

NAND制造工厂。至2021年年底，

SK海力士完成了第一阶段收购，并

基于来自英特尔的SSD业务在美国

成立子公司Solidigm。

Solidigm 是“Solid（固 态）”与

“Paradigm（范式）”的组合，寓意“创

建固态存储新范式”，其背后是 SK

海力士提升市场份额、开拓应用领

域、打开美国市场等多重考量。

长期以来，三星和铠侠分别占

领 NAND 市场份额的第一、第二，

西部数据、美光、海力士以及被收购

前的英特尔 NAND 业务占据 3~6

名且名次常有变动。而 2021 年第

四季度，海力士加上 Solidigm 的市

场总份额来到了全球第二，仅次于

三星。在应用领域方面，海力士表

示，收购英特尔 NAND 业务，意在

提升包括企业级SSD在内的存储解

决方案相关竞争力，Solidigm 的首

批产品与英特尔一脉相承，强化了

海力士在数据中心市场的能力。而

Solidigm 设置在美国，也有利于海

力士在美国市场的开拓。

至此，从市场份额来看，两大韩

厂把握住了NAND市场的半壁江山。

“三星一直是存储行业商业化

做得最好的，不管是终端成品使用

体验还是生产制造管控。而 SK 海

力士的巨资收购，将原来两家 10%

左右市场占有率的厂商合并，将规

模做起来了。两者共同组成了韩国

厂商的高市占率。”王立夫指出。

不过，即便吞下英特尔 NAND

业务，海力士的市场份额依然与三

星存在较大差距。短期内，三星在

NAND产业的地位仍然难以超越。

“韩国长期占据存储器产业的

龙头地位，与他们对存储器标准化

规模化周期性的特点有充分理解，

制定了非常战略聚焦和坚定的赶超

策略、持续性的逆周期大手笔投入，

还有在赶超阶段充分借力大量日本

工程师的经验，是分不开的。”朱晶

表示。

本报讯 记者张依依报道：近

日，国际半导体行业协会 （SEMI）

旗下硅产品 制 造 商 组 织 （SMG）

发布最新硅片产业分析报告。报

告指出，2022 年第一季度，全球

半导体硅片出 货 面 积 达 36.79 亿

平 方 英 寸 ， 再 创 单 季 度 历 史 最

高 纪 录 。 根 据 预 测 ， 硅 片 市 场

的 高 景 气 度 将 持 续 至 2024 年，

预期出货面积将逐季度上涨并不

断创下新高。

现阶段，全球硅片市场需求持

续旺盛。报告具体提到，2022 年

第一季度，全球半导体硅片出货面

积达到 36.79 亿平方英寸，比去年

第 四 季 度 的 出 货 面 积 增 长 了

0.9%，创下了单季度历史最高纪

录，更比去年同期的 33.37 亿平方

英寸增加约10%。

SEMI 在报告中表示，今年第

一季度硅片市场出货面积之所以创

下新高，是因为各尺寸的硅片产品

出货面积均比去年同期有所增加。

特别是在多种终端应用的带动之

下，半导体产品需求持续增长。随

着各大半导体厂商陆续宣布新的晶

圆厂投资计划，新增产能将在未来

几年逐步释放，但硅片市场需求大

于供给的情况将继续延续，供给或

将持续吃紧。

日本信越 （Shin-Etsu）、日本

胜高 （SUMCO） 和环球晶等在内

的硅片大厂，看好今明两年的市

场状况，认为近两年的硅片市场

将持续供不应求状态。现阶段，

这几家硅片大厂 2024 年前的产能

都已经被客户预订一空。从目前

的情况来看，8 英寸及 12 英寸硅

片产能的供应紧张情况将延续到

年底，价格逐季度上涨的趋势愈

发明显。

为何 2022 年硅片市场供给跟

不上需求的“火热”状态仍在延

续？半导体行业专家池宪念向《中

国电子报》记者表示，这是因为在

过去两年的时间里，硅片厂商没有

增加新的产能。目前各厂商采取的

扩产计划并不能立刻“变现”，新

增产能要等到 2024 年之后才会逐

步释放。因此，硅片供给面积的年

增长率还将低于半导体制造厂商的

产能增长幅度，预计硅片市场供给

将一路吃紧到2024年。

根据此前 SEMI 统计的数据，

2021 年全球硅片的出货总量约为

141.65亿平方英寸，年增长率达到

14％；2021 年全球硅片市场营收

规模达 126 亿美元，首度突破 120

亿 美 元 大 关 ， 较 2020 年 增 长

13％。池宪念对记者表示，从当前

各大硅片厂商全产全销的情况来

看，2022 年全球硅片的出货面积

和营收规模有望创下新的历史纪

录。相关预测显示，全球硅片出货

总量有望超过150亿平方英寸。同

时，环球晶圆、胜科、合晶、嘉晶

等硅片厂商今年的营收有望继续创

下历史新高。


